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Abstract of DE10153615 

Lead frame with a number of component sections having a pair of electrical terminals (14,16) provided 
with a chip (1 8) in a mounting region of each of the component sections, with connection of the chip 
with the electrical terminals and encasing of the chip in a component housing (22), before separation of 
the component (10) from the lead frame. A number of chips are simultaneously encased in a one-piece 
plastics body, which is then separated. 
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1) Verfahreri zur Herstellung von elektronischen Bauteilen 
) Die ErfindungbetriffteinVerfahren zur Herstellung von 
elektronischen Bauelementen (10), bevorzugt von Leucht- 
dioden, bei dem zunachst ein Leadframe (12) mit einer 
Vielzahl von Bauteilabschnitten mit einem ersten und ei- 
nem zweiten elektrlschen Anschluss (14, 16) bereitgestellt 
wird und dann jeweils ein optoelektronischer Chip (18) in 
einem IVlontagebereich jedes Bauteilabschnitts auf dem 
Leadframe (12) montiert und mit den elektrlschen An- 
schliissen (14, 16) des jeweiligen Bauteilabschnitts elek- 
trisch leitend verbunden wird. AnschlielSend werden 
mehrere Bauteilabschnitte mit einem gemeinsamen 
transparenten Umhullungskorper (30) umformt, und der 
Umhullungskorper wird anschlieliend einem Trennvor- 
gang zur Bildung einzelner Gehause (22) unterzogen. 
Hierbei konnen die durch den Trennvorgang des Umhul- 
lungskorpers (30) gebildeten einzelnen Gehause (22) je- 
weils einen Bauteilabschnitt odor mehrere Bauteilab- 
schnitte enthalten. 
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Beschreibung stellung der optoeleklronischen Bauelemente vereinfacht 



[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstel- [00(W] DieseAufgabewirdgemaBdervorliegendenErfin- 

lung von optoeleklronischen Bauelementen wie beispiels- dung durch ein. Verfahren zur Herstellung von oberflMchen- 

weise Leuchtdioden nach dem OberbegrifF von Patentan- 5 montierbaren, optoeiektronischen Bauteilen mit den Verfah- 

spruch 1 . Sie bezieht sich insbesondere auf oberflachenmon- rensschritten von Patentanspruch 1 gel6st, 

tierbare optoelektronische Bauelemente. [0009] Bei dem Verfahren der vorliegenden Erfindung 

[0002] Bei herkfimmlichen oberflachenmontierbaren op- wird zunSchst ein Leadfranie mit einer Vielzahl von Bautei- 

toelektronischen Bauelementen wird ein voigcfertigter Lei- labschnitten mit einem ersten und einem zweiten elektri- 

terrahmen (Leadframe) mit einem geeigneten Kunststofiina- 10 schen Ansdjluss beieitgestellt und jeweils mindestens ein 

terial umspritzt, welches das GehSuse des Bauteils bildet. optoelektronischer Chip in einem Montagebereich jedes 

Ein solches Bauteil weist zum Beispiel an der Oberseite eine Bauteilabschnitts auf dem Leadframe montiert und mit den 

Vertiefting auf, in die von zwei gcgenOberliegenden Sciten elektrischen AnschlCssen des jeweiligen Bauteilabschnitts 

Leadfrane-AnschlOsse eingefUhrt sind, auf dessen einem elektrisch leitend verbunden. AnschlieBend werden jeweils 

ein LED-Chip aufgeklebt und elektrisch kontaktiert wird. In 15 mehrere Bauteilabschnitte gleichzeitig mit einem femeinsa- 

diese Vertieftjng wird dann eine in der Regel transparente men transparenten KunststofflcBrper umfonnt, und der 

Vergussmasse eingeflJUt. Dicse Grundform von oberflS- KunststoffkOrper wird anschliefiend einem Trennvorgang 

chenmontierbaren optoeiektronischen Bauelementen ist bei- zur Bildung einzelner GehSuse unterzogen. SchlieUlich wer- 

spielsweise aus dem Artikel "SIEMENS SMT-TOPLED fUr den die Bauteile beispielsweise durch einen Stanzvoigang 

dieOberflachenmontage" vonF.M611merundG.Waitl,Sie- 20 vom nicht zum Bauteil gehdrigen Leadframeteil getrennt 

mens Components 29 (1991), Heft 4. Seiten 147-149, be- vereinzelt. 

kannt. [0010] Durch das gemeinsame Umformen mehrerer Bau- 

[0003] Des weiterenexistiertfOrAnwendungsfalle, inde- teilabschnitte des Lead&ames mit einem gemeinsamen 

nen eine besonders gerichtete Abstrahlcharakteristik der Kunststoffkorper kann die Packungsdichte der Bautdlab- 

Leuchtdiode nicht unbedingt erforderlich oder auf andere 25 schnitte gegeniiber herkommlichen 'Sferfahren, ba denen je- 

Wdse erzielbar ist, ein einfacheres und weniger Verfahrens- der Bauteilabschnitt einzeto umformt wird, deutlich erh6ht 

schritte aufweisendes Herstellverfahren, mit dem zudem ge- werden. Das Umformungswerkzeug kann hierdurch eben- 

geiiiiber den oben genannten vorgehausten Bauformen eine falls wesentlich vereinfacht werden, da ansteUe einer Viel- 

weitere Miniaturisierung moglich ist. So ist es zum Beispiel zahl beabstandeter Kavitaten nur eine gemeinsame, grSBere 

aus der WO 01/50540 bekannt, einen LED-Chip in einem 30 Kavitat vorgesehen werden muss, Da die Werkzeugkosten 

Montagebereich auf einem Leadframe zu montieren und mit des Sprit^resswerkzeugs ranen bedeutenden Anteil an den 

den Leadframe-AnschlUssen elektrisch leitend zu verbin- Gesamtkosten ausmachen, kfinnen die 'Nfereinfachung des 

den. Der LED-Cbip wird anschliefiend einschliefilich eines Werkzeugs zusammen mit geringeren Materialkosten auf- 

TfeilsderLeadfrarae-AnschlUsse.dievorzugsweisemitS-ar- grand der hoheren Packungsdichte die Herstellkosten der 

tigen Biegungen versehen sein kttnnen, mit einer transpa- 35 optoeiektronischen Bauteile wesentlich veiringert werden. 

renten Kunststoff-Pressmasse auf Harzbasis umformt. Bin weiterer Vorteil des erfindungsgemafien Verfahrens liegt 

[0004] Weiterfiin ist aus der DE ICQ 43 127 Al ein Ver- in einer weiteren Miniaturisierbarkeit der Bauteile. 

fahren zur Herstellung eines Infrarot-Daten-Komunikati- [0011] Bevorzugte AusfUhrungsformen des erfindungsge- 

onsmodul bekannt, bei dem Bauteile auf ein Substrat mit ei- mWen Verfahrens sind Gegenstand der abbSngigen Ansprli- 

nem Verdrahtungsmuster montiert werden und mit einem 40 che 2 bis 13. 

einstQckigen UmhUUungskerper mehrere jeweils ein Modul [0012] Mit Hilfe des erfindungsgemSBen Verfahrens kOn- 

bildende BauieilsStze durch vorderseitiges Aufbringen von nen wahlweise optoelektronische Bauteile heigestellt wer- 

Harz eingekapsek werden und einzelne Module durch Sa- den, die entweder einzelne GehSuse mit jeweils einem Bau- 

gen von UmhuUung und Substrat erhalten werden. teilabschnitt (z. B. einzelne LEDs) oder einzelne GehSuse 

[0005] Zudem ist aus der EP 1154 473 A2 ein Verfahren 45 mit jeweils mehreren Bautdlabschnitten (z. B. LED-Zeilen) 

zur Herstellung eines Hybridmoduls bekannt, beidem eine aufwdsen. 

mit einem als Atzmaske dienenden \ferdrahtungsmuster ver- [0013] Zur Vereinfachung des "Itennvorgangs der einzel- 

sehenen Kupferplatte die Bauteile montiert und mit einem nea GehSuse icann der gemeinsame Kunststo£Qc5tper zwi- 

einstUckigen UmhOllungskerper auch mehrere Modvde schen den umformten Bautdlabschnitten TtennunterstUt- 

durch vorderseitigen Aufbringen von Kunststoff eingekap- so zungsbereiche aufweisen, die zum Beisjael durch Bereiche 

selt werden und ausschlieBend durch Wegatzen der Kupfer- des Kunststoffkorpers mit einer verringerten Materialstarke 

platte elektrisch getrennte Module sowie voneinander ge- gebildet werden, so dass zum Beispiel eine geiingere Mate- 

trennte, verbindende Leiterbahnen geschaffen werden. Die rialstarke geschnitten werden muss. 

Vereinzelung zur Modulen erfolgt durch Sagen oder Pressen [0014] Der Trennvorgang umfaBt vorzugsweise einen Be- 

des Umhullungskorpers. 55 arbeitungsschritt des Wasserstrahlschneidens. Alternativ 

[0006] Die DE 100 08 203 Al beschreibt ein Verfahren oder zusStzlich kann der TVennvorgang La 



von LEDs, beiden LED Chips auf eine durchgehende Kup- Brechen, Sagen. "ftennstanzen oder eine Kombination die- 
ferplatte montiert werden, auf welche vorderseitig eine Um- ser 'V^ifahien umfassen. Vorzugsweise erfolgen die Vetfah- 
hullungsmasse zum Umkapseln der Bauteile aufgebracht rensschritte des Trennens des KunststofBcStpers in einzehie 
wird. Nachfolgend wird diese Kupferplatte von der Rflck- 60 GehSuse und des Vereinzelns der Bauteile in einem kombi- 
seite her derart strukturiert, dass sich eine ^^eizahl einzel- nioten Verfahrensschritt. 

ner. elektrisch getrennter KontaklflSchen eigeben. Das Ver- [0015] Die Erfindung wird im folgenden anhand eines be- 
einzehi kann durch TVennen des UmhODungskorper erfol- vorzugten Ausfuhrungsbeispiels unter Bezugnahme auf die 
Spn- beiliegenden Zeichnungen nSher erlSutert. Darin zeigen: 

[0007] Ausgehend von dem vorgenannten Stand der Tech- 65 [0016] Fig. 1 eine schematische Darstellung einer oberfia- 
nik ist es eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Ver- chenmontiarbaren Leuchtdiode, die mittels eines Verfahrens 
fahren zur Herstellung von oberflachenmontierbaren, opto- gemaB <5ei vorliegenden Erfindung heigestellt woiden ist, in 
elektronischen Bauelementen bereitzustellen, das die Her- Seitenansicht; 
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[0017] Fig, 2 die oberflachenmontierbsre Leuchtdiode 
von Fig. I in Dmufsiebt; 

[0018] Fig. 3 eine schematische Darstellung eines Lead- 
frames, der bei dem Verfahren geinSB der vorliegenden Er- 
flndung mt Herstelluni der oberfliehenmontierbaren 
Leuohtdioden ein|esetzt wird, in Draufeicht; und 
[0019] Fig. 4 eine schemadsche DaistelluDg des Lead- 
frames von Fig, 3 mil umspritzten Gehttuseelemraiten in 
Seitenansicht. 

[0020] Die in den Fig. 1 und 2 schematisch gezeigte ober- 
flgchsnmontierbare Leuchtdiode 10, ist mittels des Vkr&h- 
rens der vorliegenden Erfindung herstellbar. Das erfindungs- 
gcmSfie Verfahren zur Herstcllung dieser Leuchtdiode 10 
wird anhand der Fig. 3 und 4 erlSuiert. 
[0021] Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass in 
der nachfolgenden Beschreibung die vorliegende Erfindung 
anhand einer oberflSchenmontierbaren Leuchtdiode eriau- 
tert wird. Die vorliegende Erfindung ist aber nicht nur sol- 
che Arten von Leuohtdioden beschrankt; es k5nnen viel- 
mehr vorteilhafterweise beliebige Arten von Bauteilen mit 
dem Verfahren der Erfindung hergestellt werden, indem an- 
stelle von LED-Chips entsprechende andeie Halbleiteichips 
montiert werden. 

[0022] Der Leadframe 12, bevorzugt in Form eines metal- 
lischen 'Mgers, weisi in an sich bekannter Weise eine Viel- 
zahl von Bauteilabschnittcn 36 auf, auf denen letztlich die 
gewlinschlen oploeleklronischen Bauteile wie zum Beispiel 
Leuchtdiodenchips 18 aufgebaut werden. Jeder dieser Bau- 
Jeilabscbnitte 36 weist einen ersten elektrischen Anschluss 
14 und einen zweiten elektrischen Anschluss 16 sowie einen 
Montagebereich ftlr den spater zu montierenden Halbleiter- 
chip 18 auf. Die vorliegende Erfindung ist aber selbstver- 
standlich nicht nur auf Leadframes 12 mit einem ersten und 
einem zweiten elektrischen Anschluss beschrSnkl; die Bau- 
teilabschnitte 36 kdnnen auch mehrere erste und/oder zweite 
Leadframe-AnschlUsse 14, 16 aufweisen, um zum Beispiel 
Mehrfarben-LED's zu bilden. 

[0023] Wie in Fig. 3 dargestellt, sind die Bauteilabschnitte 
36 vorzugsweise in Form von Zeilen 28 mit jeweils mehre- 
ren, beispielsweise zehn Bauteilabschnitten in dem Lead- 
frame 12 voigesehen. Dabei sind die in einer Zeile 28 ne- 
beneinander angeordneten Bauteilabschnitte wesentlich 
dichter aneinander voigesehen als bei herkommlichen Lead- 
frames ftir oberflachenmontierbare Leuchtdiodenbauele- 
mente. 

[0024] In dem Montagebereich jedes Bauteilabschnitts 36 
des Leadframes 12 wird in einem ersten Ferdgungsschritt je 
ein Leuehtdiodenchip 0^-Chip) 18 auf einen Leadframe- 
Anscbluss 14 montiert und mit diesem elektrisch leitend 
verbunden. AnschlieBend wird der LED^Chip 18 mit Hilfe 
der sogenannten Bond-Draht-Ibchnik mittels eines Bond- 
drahtes mit dem anderen Leadframe-Anscbluss 16 elek- 
trisch leitend verbunden. 

[0025] Vor Oder nach dem Montieren der Halbleiterchips 
18 auf den Leadframe-AnschlUssen 14 werden die Lead- 
frame-AnschlUsse 14, 16 mit S-artigen Biegungen 24, wie 
sie insbesondere in Fig. 1 dargestellt sind, versehen. Durch 
diese S-artigen Biegungen 24 werden die Leadframie-An- 
schlUsse 14, 16 von den Chipmontagebereichen des Lead- 
frames 12 zu der Montageseite 26 der Bauteile 10 hinge- 
fiihrt. Das Ausbilden der S-artigen Biegungen 24 erfolgt 
vorzugsweise vor dem Umformen des Bauteils mit dem 
transparenten KunststoffkSrper 30, so dass die elektrischen 
Anschltisse 14, 16 bereits in der Ebene der Montageseite 26 
aus dem Gehause 22 des Bauelements 10 herausfljhreh und 
deshalb keine weiteren Biegungen auBerhalb des Gehauses 
22 aufweisen, die nach dem Umformen gebildet werden. 
Diese Gestaltung ist bereits aus der WO 01/50540 bekannt 
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und soil deshalb an dieser Stelle nicht im Detail erlSutert 
werden. 

[0026] AnschlieBend werden die LED-Chips 18 ein- 
schlieSlich der S-artigen Biegungen 26 der Leadfrsme-An" 
5 sohlUsse 14, 16 vorzugsweise im Pressvsrfahren tnit einem 
transparenten Kunststoffk6i^er 30 umformt, der spgter die 
GehSuse 22 der Bauteile 10 bilden soil. Der Kunststoffkbr- 
per 30 wird dabei bevorzugt durch eine Kunststoff-Press- 
masse ausgebildet, ftlr die vorzugsweise ein vorreagiertes 

10 Epoxidharz verwendet wird und der auBeidem verschiedene 
Zusatzstoffe beigemengt sein kiJnnen, um den Kunstsioflfge- 
hSusen 22 zusStzIiche optische Eigenschaften zu vetleihen. 
Solche Zusatzstoffe konnen zum Beispiel Welleniangcn- 
Konversionsstoffe wie YAG:Ce-basierte Leuchtstofifpulver 

15 sein, mit denen beispielsweise zusammen mit blaues Licht 
emittiercnden LED-Chips LBD-WeiBlichtquellen herstell- 
bar sind. Da derartige Kunststofif-Pressmassen und Zusatz- 
stoffe bereits. aus dem Stand der Tbchnik bekannt sind, wird 
an dieser Stelle auf eine detailliertere Ausftihrung verzich- 

20 tef, es sei jedoch darauf hingewiesen, dass die vorliegende 
Erfindung grundsStzlich nicht auf bestimmte Mateiialien 
des transparenten Gehauses 22 ringeschrtokt ist. So kfinnen 
beispielsweise ebenso GieBharze fUr den KunststoffkOrper 
30 verwendet werden. 

25 [0027] Im Gegensatz zu herkommlichen Herstellverfah- 
ren werden die Bauteilabschnitte des Leadframes 12 aber 
nicht mit einzelnen, voneinander getrennten Kunststoffkflr- 
pern 30 umformt. Bei dem Verfahren der vorliegenden Er- 
findung werden mehrere Bauteilabschnitte gnippenweiie 

30 zum Beispiel zeilenartig zusammengefasst und mit einem 
gemeinsamen Kunststoffkfiiper 30 umformt, wie dies in der 
Draufsicht von Fig. 3 dargestellt ist. Das fUr den Spritz- 
pressvoigang erforderliche Werkzeug kann somit wesent- 
lich vereinfacht werden, da wenige gr3Bere KavitSten vor- 

35 handen sein mOssen, in denen mehrere Bauteilabschnitte zu- 
sammengefaBt sind. Dabei herkSmmlichen Verfahren dage- 
gen zwischen zwei benachbarten KavitSten gewisse Min- 
destabstSnde eingehalten werden mlissen, kann mittels der 
Erfindung tiber die Vereinfachung des Werkzeugs hinaus 

40 eine VergrOBerung der maximalen Packungsdichte an Bau- 
teilen auf dem Leadframe erzielt werden. Als weiterer Vor- 
leil ergibt sich auch die Moglichkeit, die Gehauseformen 
und damit die Bauteile 10 insgesamt weiter zu miniaturisie- 
ren als dies mit einzeln umformten Bauteilabschnitten m5g- 

45 Uchware. 

[0028] AuBerdem kSnnen mit dem erfindungsgemaBen 
Verfahren die Werkzeugkosten reduziert werden, da nicht 
fUr jeden Bauteilabschnitt eine eigene Kavitat in dem Werk- 
zeug ausgefoimt werden muss und zudem der Aufwand in 

50 der mechanischen Werkzeugherstellung fiir Entluftungen 
und dergleichen geringer vdrd. Durch die Erhohung der 
Packungsdichte ergibt sich zudem ein geringerer Material- 
vcrbrauch flir die Kunststoff-Ptessmasse 30 und den Lead- 
frame 12, so dass mittels der Erfindung insgesamt die Ko- 

55 sten fUr die Herstellung der optoelektronischen Bauteile 10 
deudich gcsenkt werden kfinnen. 

[0029] Nachdem die Bauteilabschnitte gruppenweise mit 
Kunststoffk&pem 30 umformt worden sind, werden die 
Kunststoffkeiper 30 in einem nScbsten Vbr&hrensschritt ge- 
60 trennt, um entweder Bauteile 10 mit einzelnen Bauteilab- 
schnitten wie zum Beispiel einzelne LED's oder Bauteile 10 
mit mehreren Bauteilabschnitten, wie beispielsweise LED- 
Zeilen, herzustellen, 

[0030] Der TVennvorgang erfolgt in der durch den Pfeil 34 
65 in Fig. 3 angedeuteten Richtung und wird besonders bevor- 
zugt mittels Laserstrahlschneiden oder mittels eines Trenn- 
stanzvoigangs durchgeflihrt. Altemativ oder zusBtzlich kann 
bdm Trennvorgang Wasserstrahlschneiden, Brechen, SSgen 
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Oder dergleicben vi»wendet werden. Aucb Kombinationen 
@!nlg@r der eb@rt gensnBten IVeoBverfahren sind mfiglich, 
Um den Itennvergani vereinfachen, weisen die Kunst- 
stoffkerper 30 voraugsweise TrennunterstUtzungsbereiche 
32 auf, die zum Beispiel in der Fomi von Bereichen rail ei- 5 
ner verringerten Materialstarke gebildet sein kSnnen, wie 
dies beispielliaft in Fig. 4 gezeigt ist. Wegen der geringeren 
Materialstarke in den TVennunterstUtzungsbreichen mUssen 
beim TVennvorgang nur geringere Materiaktarken geschnit- 
ten werden, WShrend das Vorsehen derartiger "ftennunter- lo 
stfitzungsbereiche oder SoUbruchstellen 32 den IVennvor- 
gang vereinfacht, wird die Ausgestaltung des Fertigangs- 
werkzeugs aufwfindlger, so dass Je nach Anwendungsfall 
zwdsehen ikmt beiden l&iteiien abgewogen werden muss. 
[0031] BRWeit»8r^^]:tdlder'n:ennunterstatzungsberei- is 
ehe in Form von verring^r MaterialstSrke besteht darin, 
dass sich der bei tierkdmmlichen strahlungsdurchlSssigen, 
insbesondere klaren Pressmassen vorhandene relativ grofie 
Materialschwund nicht so stark auf das Bauteil auswirkt. 
[0032] Neben dem Trennen des Kunststoffkorpers 30 in 20 
die einzelnen Gehause 22 der Bauteile 10 kann zum Beispiel 
im Falle des Einsatzes des Wasserstrahlschneidens vorteil- 
hafterweise gleichzeitig ein Deflastien des Bauteils durch 
den Wasserstrahl erfolgen. Auf diese Weise kann der derzeit 
iiblicherweise eingesetzte Laserdeflash-Prozess entfallen. 25 
[0033] SchlieBIich werden die Lead&ame-Anschiasse 14, 
16 der einzelnen Bauteilabschnitte vom Rest des metalli- 
schen "Mgers 12 getrennt. Dies geschieht iiblicherweise 
durch einen Stanzvorgang. Die fertigen Bauteile 10 konnen 
dann mit den elektrischen AnschlUssen 14, 16, die in der 30 
Ebene der Montageseite 26 aus den Gehausen 22 herausge- 
fUhrt sind, beispielsweise im Reflow- Verfahren auf eine Lei- 
terplatte bzw. Platine aufgelOtet werden. 
[0034] Voraugsweise erfolgt das TVennen des Kunststoff- 
kfirpers 30 und das Vereinzeln der Bauteile 10 parallel zu- 3S 
einander in einem kombinierten V^fahrensschiitt. 

Patentansprliche 

1, Verfahren zurHerstellungeinerMehrzahl von opto- 40 
elektronischen Bauteilen oiO) mit den Veifehrens- 

sehritten: 

- Bereitstellen eines Leadftames (12) mit einer 
Mehrzahl von Bauteilabscbnitten ^ mit einem 
ersten und einem zweiten elektrischen Anschluss 4S 
(14,16): 

- Montieren jeweils eines C3iips (18) in einem 
Montagebereich jedes Bauteilabscfanitts auf 
dem Leadframe (12) und Herstellen von eldctrisch 
leitcnden Verbindungen (20) des Chips (18) mit so 
den elektrischen AnschlUssen (14, 16) des jeweili- 
gen Bauteilabschnitts (36); 

- Umformen der Chips (18) einschlieBlich der 
Bauteilabschnitte (36) und jeweils eines "Ifeils der 
elektrischen Anscbliisse (14, 16) mit einem Um- ss 
hiillungskorper (30) zur Bildung eines GehSuses 
(22); und 

- Heraustrennen der umformten Elemente, ent- 
haltend die Chips (18), die Bauteilabsdinitte (36) 
und die Teile der elektrischen AnschlUsse (14, 16) 60 
aus dem Leadframe (12), 

dadurch gekennzdchnet, 

dass mehrere Bauteilabschnitte mit Chips (18) ge- 
meinsam mit «nem einstilckigen Umhlillungsk5tper 
(30), insbesondere KunststoffkSrperumfoimt werden, 6S 
und der Umhiillungskorper (30) nachfolgend einem 
Ttennvorgang zur Bildung mehrerer voneinander ge- 
trennter Bauteile (10) unterzogen wird. 
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2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
nrt, dass die durch den TVennvoif ang dei UffihOUungg- 
kfirpers (30) gebildeten Bauteile (10) jeweils einen 
Bauteilabschnitt (36) enthalten. 

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeicb- 
net, dass die durch den Trennvorgang des UmhOUungs- 
korpers (30) gebildeten einzelnen Bauteile (10) jeweils 
mehrere Bauteilabschnitte (36) enthalten. 

4. Verfahren nach einem der vorheigdienden Ansprll- 
che, dadurch gekennzeichnet, dass die mehreren Bau- 
teilabschnitte (36), die mit dem gemeinsamen UmhUl- 
lungsk&per (30) umfoimt werden, zeilenartig angeord- 
net ^d. 

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden AnsprO- 
che, dadurch gekennzeichnet, dass der gemeinsame 
Umhtlllungskfirper (30) zwischen den imrformten Bau- 
teilabscbnitten TYennunterstOtzungsbereiche (32) auf- 
weist, die den Trennvorgang zur Bildung einzelner 
Bauteile (10) bzw. Gehause (22) flJr die einzelnen Bau- 
teilabschnitte (36) technisch crleichtem. 

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich- 
net, dass die TrennunterstOtzungsbereiche (32) Berei- 
che des UmhttllungskSrpers (30) mit einer verringerten 
MaterialsUrice sind. 

7. Verfahren nach einem der vorhergdienden Ansprii- 
cbe, dadurch gekennzeichnet, dass der Drennvotgang 
einen Bearbeitungsschritt des Laserschneides oder ei- 
nen Trennstanzvorgang oder eine Kombiation beider 
Verfahren umfasst. 

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden AnsprO- 
che, dadurch gekennzeichnet, dass der Itennvorgang 
einen Bearbeitungsschritt des Wasserstrahlschneidens, 
des Brechens, des SSgens oder eine Kombination die- 
ser Verfahren umfasst. 

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden AnsprU- 
che. dadurch gekennzeichnet, dass die Verfahrens- 
schritte des Hrennens des UmhfiUungskSrpers (30) in 
anzetae GehSuse (22) und des Vereinzelns der Bau- 
teile (10) in einem kombinierten Verfahrensschritt er- 

10. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet. dass der Umhill- 
lungsk6iper (30) aus einer Kunstsioff-Pressmasse ge- 
fertigt wird. 

11. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, dass einem. Umhfll- 
lungsmaterial. des UmhtiUungskfirpers (30) Zusatz- 
stoSe zur Erzielung spezieller optischer Hgenschaften 
beigemengt sind. 

12. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, dass die Leadframe- 
AnschlUsse (14, 16) vordem Umformen des Chips (18) 
mit dem Umhiillungskorper (30) mit S-artigen Biegun- 
gen (24) von dem Chip-Montagebereich zu einer Mon- 
tageseite (26) des Bauteils (10) hin versehen werden, 
die innerhalb des Umhtillungskerpers (30) liegen. 

13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass der Chip (18) einschlieBlich der S-arti- 
gen Biegungen (24) der Leadframe-AnschlUsse (14, 
1€) mit dem UmhUUungskSrper (30) umformt wird. 
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